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Sposéb przygotowania do nalutowywania powierzchni stykow ze
srebra z dodatkami innych metali lub tlenkéw metali

1

Przedmiotem wynalazku jest sposéb przygoto-
wania do nalutowania powierzchni stykéw ze sre-
bra z dodatkami innych metali lub tlenkéw me-
tali, przeznaczonych do stycznikéw elektrycznych
urzadzen regulacyjnych i przekaZnikowych o du-
zym .obcigzeniu pragdowym. .

Styki te celem polepszenia odpornosci na zcze-
pianie i zgrzewanie poddaje sie¢ utlenianiu wew-
netrznemu, polegajacemu na dilugotrwalym wyza-
rzaniu materiatéw w atmosferze powietrza lub
tlenu. W procesie tym metaliczne dodatki stopowe
zawarte w srebrze ulegaja selektywnemu utlenie-
niu do tlenk6w metali. Uzyskuje sie w: ten spos6b
strukture stykéw srebro-tlenek metalu.

Przyczepianie stykéw do podioza dokonuje sie
zazwyczaj przez lutowanie lub lutozgrzewanie. Jed-
nak obecno$é wtraceri tlenkowych w powaznym
stopniu utrudnia kontakt lutowia ze srebrem
i przyczepnosé takich stykéw do podioza jest bar-
dzo matla. Powoduje to konieczno$é uprzedniego
przygotowania powierzchni polegajacego ma usu-
nieciu tlenkéw z jednej strony styku. Dotychczas
zabieg ten polegat na trawieniu powierzchni od
strony podloza za pomocg past i plynoéw.

Wada tego sposobu jest tylko cze$ciowe wytra-
wienie tlenk6w co w efekcie powoduje duze trud-
noéci w lutowaniu i nietrwaloéé zlgcz a zwlaszcza
w urzadzeniach o wyzszych obcigzeniach prado-
wych. Ponadto czyszczenie mechaniczne i trawie-
nie nie zdaje egzaminu, gdyz odstania ono nastep-
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ne wtracenia tlenkowe celowo wprowadzone dla
podniesienia wlasnoéci eksploatacyjnych materia-
16w stykowych.

Celem wynalazku jest usuniecie dotychczasowych
niedogodno$Sci i wad przez opracowanie sposobu
przygotowania powierzchni stykéw, ktéry umozli-
wi uzyskanie trwalych polaczenn styku i podloza.

Zagadnienie to zostalo rozwigzane w ten spo-
sOb, ze material przeznaczony na styki, na przy-
ktad blachy lub tasmy pokrywa sie jednostronnie
elektrolitycznie warstwa srebra o grubo$ci mniej-
szej lub réwnej warstwie stopowej, przy czym na-
ktadanie warstwy srebra mozna przeprowadzaé
przed lub procesie walcowania jak roéwniez
przed i po cesie utleniania wewmnetrznego, kté-
re prowadzi sie w temperaturze 600—770°C. Luto-
wanie styké6w do podloza przeprowadza sie od ich
strony posrebrzonej.

Zastosowanie sposobu zgodnie z wynalazkiem
umozliwia przeprowadzanie procesu lutowania sty-
ké6w z tlenkowymi wirgceniami, poprawia jako§é
zlgez i pozwala na pelne wykorzystanie whasnosci
tlenkowego materialu stykowego od strony robo-
czej, z ktérej mie jest on pokryty srebrem.

Ponizszy przyklad blizej wyja$nia sposéb wedlug
wynalazku. :

Walcéwke ze stopu srebro-miedZ o grubosci 5 mm
pokrywa sie jednostronnie lakierem nitro a drugag
strone czys$ci sie najpierw mechanicznie a nastep-
nie poddaje kolejno trawieniu chemicznemu i elek-
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trochemicznemu. Tak przygotowana powierzchnie
pokrywa sie elektirolitycznie srebrem w elektroli-
cie cyjankowym. Walcéwke pokryta srebrem plu-
cze sie, suszy i usuwa warstwe lakieru a nastep-
_nie wyzarza ja w temperaturze 400°C. Wyzarzong
walcowke poddaje sie kolejno walcowaniu na go-
raco i zimno do uzyskania grubos$ci 2,5 mm.

Z blachy o tej gruboSci wykrawa sie elementy
stykowe w formie np. krazk6é6w, ktére z kolei utle-
nia sie w powietrzu lub tlenie w temperaturze
750°C. W wyniku tego zabiegu miedZ ulega calko-
witemu utlenianiu w catej objetoSci stopu srebro-
-miedZz a uprzednio elektrolitycznie nalozona war-
stwa srebra tworzy jednolita calo§¢ ze srebrng
osnowg utlenionego styku. W tej postaci styk bez
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zadnych doda@kbwy-ch zabiegbw lutuje sig posre-
brzonag strona do podioza.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b przygotowania do nalutowywania po-
wierzchni styk6w ze srebra z dodatkami innych
metali lub tlenkéw metali wzglednie wtracen nie-
metalicznych znamienny tym, ze material w po-
staci blach lub ta$m przeznaczony na styki oczy-
szcza sie od strony przewidzianej do lutowania i
nakiada ma nig elektrolitycznie warstwe srebra po
czym wyciete z tego materiatu elementy stykowe
utlenia sie w powietrzu lub tlenie w temperaturze
600—770°C a najkorzystniej w temperaturze 750°C.
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